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托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系

活动类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名

称及人员姓

名

中金公司 孟辞 王梓琳 张怡康 山西证券 陈玉卢

中邮证券 翟一梦 盛宇投资 刘江炜

招银理财 赵杰 勤辰资产 江磊

远信投资 杨雅童 华能贵诚信托 孙宇

工银瑞信 谢怡婷 彬元资本 陈海亮

东证资管 贾学展 潘登

时间 2026年 9月 3日上午 9：30-10：40
地点 公司会议室

上市公司接

待人员姓名

董事长、总经理兼首席执行官：钱珂先生

董事、首席财务官兼董事会秘书：许红艳女士

证券事务代表：姜威先生

投资者关系

活动主要内

容介绍

现场交流环节主要内容如下：

1、公司与中微公司、北方华创两家公司合作的历史背景，以及早

期主要合作的产品？

答：托伦斯 2005年开始承接中微公司刻蚀设备金属零部件，是最

早切入中微供应链的本土零部件厂商之一。2007-2008年托伦斯启

动北方华创供应商准入，早期主要配套北方华创半导体设备的结

构件，后续随双方合作深化逐步向高价值工艺零部件、关键工艺

零部件升级。

2、公司在北方华创和中微公司中订单分别为多少，在北方华创、

中微两家客户中的供应地位如何？

答：北方华创和中微公司是公司的主要客户，两家客户合计收入

占比超过 70%；公司是较早切入北方华创和中微公司的金属零部

件供应商，技术能力与交付稳定性得到了客户长期认可。在其精

密金属零部件领域属于第一梯队。

3、在手订单如何，交货周期为多久？

答：目前公司在手订单储备充足。现阶段客户下单后的交付周期

基本在 2个月以内，具体交期会因产品品类、工艺复杂度有所差



异。提请投资者留意，在手订单最终确认收入，会受到产能释放

节奏、供应链保障能力等多重因素制约，存在不确定性风险。

4、公司对中长期毛利率怎么看？毛利率能否维持？

答：中长期来看，公司关键工艺零部件的收入占比会逐步提升，

这类产品技术门槛高、附加值大，会拉动整体毛利率上行。随着

产能释放及工艺成熟度提高，单位固定成本摊薄，叠加良率改善，

我们将进一步优化盈利结构。

5、怎么展望行业中长期景气度？

答：行业正步入由 AI驱动的长景气周期，周期性波动趋于弱化。

半导体行业固有的周期性波动会传导至设备及零部件领域。本轮

增长的核心驱动力已从传统的消费电子转向人工智能、高性能计

算和高端存储。AI大模型训练与推理对算力的爆发式需求，直接

拉动了对先进逻辑制程和高端存储的产能投资。

6、半导体金属零部件的竞争格局如何？公司的核心优势是什

么？

答：国际竞争格局方面，全球市场由美、日企业主导，头部企业

包括日本 Ferrotec、美国超科林及中国台湾京鼎精密，该等国际巨

头凭借技术积累和先发优势，在高端金属零部件市场形成了较高

壁垒，通过其长期与国际设备厂商构建的供应链体系，使得其市

占率处于较高水平。

国内市场竞争呈现“梯队分化、加速替代”的格局，当前国内半

导体设备金属零部件市场主要参与者包括：

第一梯队：以富创精密、先锋精科、托伦斯为代表，具备较为全

面的工艺能力和规模化量产实力。该等厂商覆盖半导体工艺零部

件和结构零部件，且已进入中微公司、北方华创等头部半导体设

备商供应链，建立了长期合作，并且聚焦金属零部件产品，在机

械加工、表面处理及焊接工艺领域技术优势突出。

第二梯队：部分具备半导体设备零部件业务的上市公司，聚焦于

个别细分产品领域，产品已通过国内主流半导体设备厂、晶圆厂

验证。

第三梯队：众多中小型机加工企业，主要从事结构零部件代工，

工艺水平较为单一，技术水平相对有限。

公司优势如下：

（1）产品布局全面，特色产品形成差异化优势

公司已搭建起覆盖半导体设备多环节及激光设备领域的完善产品

矩阵，并战略聚焦于技术难度大、价值量高的关键工艺零部件。

（2）具备全流程的机加、焊接、表处工艺，尤其是凭借焊接技术

为复杂精密零部件奠定技术基础。半导体设备金属零部件的制造

涉及多学科、多工艺的复杂集成。

（3）跨领域业务布局增强发展韧性

基于在半导体精密制造领域积累的底层核心技术，公司具备强大

的技术迁移与跨领域拓展能力。公司成功将半导体级别工艺技术



应用至高端工业激光设备领域，为 Lumentum 等国际领先客户提

供高功率激光器的腔体及光纤激光器的冷却部件。

7、公司与客户之间的定价机制是怎样的？

答：公司会综合评估成本、工艺及市场因素进行定价与销售。公

司与客户合作的过程中，客户更加重视双方深度技术合作、交付

时效与品质保障。

8、激光业务的客户合作情况？

答：公司在激光业务的主要客户为 Lumentum，公司主要为

Lumentum提供激光设备的金属零部件，双方保持了长期稳定的合

作关系、相关业务规模相对平稳。

9、公司目前有没有与晶圆厂直接合作？

答：公司专注于为半导体设备、高功率激光器提供精密金属零部

件产品，主要客户为半导体设备厂商，公司目前没有与晶圆厂的

直接合作。

10、静电卡盘公司做的是哪部分？产品难点在哪里？是标准品还

是定制？

答：公司主要是做静电卡盘基体，静电卡盘基体的工作面需要高

平整度，对机加工工艺要求较高。同时，静电卡盘基体内部的多

水路、气路和复合孔槽结构对多层钎焊技术要求极高，在钎焊过

程中需要精确控制温度、压力和时间等参数，以确保焊接接口处

的质量和性能。此外，多层钎焊还涉及复杂的材料匹配和焊接工

艺设计，增加了技术难度。

产品针对不同客户需求存在一定差异化特征，产品规格存在客户

定制属性。

11、公司在光学零件（量检测、光刻等）方面有布局吗？

答：我们长期关注半导体高端设备零部件产业链机会，保持持续

跟踪与前期技术研判，截至目前，公司暂无该类产品、无对应在

手订单，亦未有销售收入，但公司会跟随半导体产业链的发展，

不断投入研发资源并开拓新产品和新领域的研究。

附 件 清 单

（如有）

无

日期 2026年 9月 3日


